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cog diS}Uesﬁcﬁ S¢LYe une auperficie de materisi elfctricamen-
te alslante,
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Si bien se han utilizaba en el pasado varios
tipos de circuitos impresos, un tipo comua ha comnrendido
una camina de material eléctricamente aislante, tal como hdjas
lajmnares de pe el imf.<regnad.8.s con una resina sintética y que
soportan una superitele de la hoja uno o mea conductores eléc-
tricos n forma de tiras delgadas .lenas unidas integramente
al material aislante. Blando se desee montar un numero de com-
ponentes de oircuito en el otro lado de le hoja de material
aislante y conectarlos en muchos puntos a I-e conductores im-
presos en el lado anteriormente mencionado, existe un conside-
rable ..robleme para hacer la conexiones refiida y eficazmente.
En un conjunte tfpico, pueden incluirse mas de 100 conexiones,
y el hacer cada una de estas conexiones individualmente con
un soldador, es un procese tedidse. En consecuencia, es conve-
niente, poder utilizar un proceso que permita a un operario sol-
dar todas las conexiones en la misma operacion u operaciones.
Un meted:, de sondar todas tanas conexiones simultineamente, es
la técnica de soldar por inmersién. En este tipo de procedi-
miento, todo el lad® c™n~Uilto que contiene les cea,ductores
impresos, con j.as conexiones desde 1 s componentes de circuito
sobresaliendo a través de l.-a dier.ntes puntos, puede sumergir-
se cara hacia abajo en un bafio de soldadura fundida y sacarse
des-mas de un brev? periodo de inmersion. Este N por resultado
el recubrir ios conductores cea soldadura y soldar todas las
conexione!; el mismo tiempo, sin embargo, ge ha encontrado que
cus do 1us conductores estar muy proximos, algo ds soldadura

salva casi sie.ipre leo conductores préximos en lugares donde
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He se dese€™ y, per li; tanto, p'rc-duce coitocircuitos.

El presente invento se refiere a un proceso
mejorado de soldar por inmersion un conjunto, y particularmeite
un circuito impreso segur: se ha descrito, en el que los conduc-
tores estan unidos integramente a una superficie de material
aislante, de tal modo que se eliminen las conexiones de exceso
de seldadure entre puntos sobre el circuito impreso donde no
se desean.

3n general, el proceso del presante invento
comprende una operacion inicial de sumergir la cara inferior
del conjunto que se ha de soldar en un bafio ccnvencicnalnente
de s Idadura fundida. Como resultado de esta operacién, cada
conductor eléctrico queda recubierto de soldadura, pero un
exceso de soldadura cueca usualmente adherida a la superficie
eléctricamente aislante entre los conductores, la operacion
siguiente en el proceso es sumergir el conjunto en un segundo
bafie de material fundido. El segundo bafio contiene soldadura
que puede ser similar a la del trimer sano y una cape superior
de liquido organico relativamente inerte puede elegirse de
una clase que consiste en aceites, ceras y resines que son
térmicamente estables entre aproximadamente 204,570 y 3li,5ac.
El conjunto se expone al segundo bafio y preferiblemente se
manipula en éste hasta gu< sustanoialmente toda la soldadura
adherida a la sn-erfioie de material aislante se quita de la
misma.

Con referencia, a los adjuntes dibujes:

la figura 1 es una vista en perspectiva del
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ledo inferior de un conjunto el pue puede aplicarse le téonioa.
de oeider del presente invente.

finird 2 ee una vista, en seccién transversal
de un bafio de soldar tipico que incluya capa de jmterial
para quitatr el exceso de soldadura, que puede utilizarse en el
procese del presente invento.

In figura 3 es una seccién transversal que mues-
tra una icrma de sumergir el conjunto de la figura 1 en el bafie
de la figura 2, y

la finura 4 es una vista en perspectiva que
muestra una forma -.referida de sacar el canjuntr/de la figura 1
del bafie de la figura 2,

Sera dage ahora un ejemplo rreferide de u orc-
ceso de acuerde can el presente invento.

Ejemplo 1.

Haciendo ahora p~f~rencia a la figura i, un con-
junto 2 se pre ara para soldar, comprendiendo una placa de mon-
taje 4 que pnea<= componerse de nejas laminares de pa el impreg-
nado y cubiertas con una resina, sintética. Tiene dic ueste en
la superficie del m"sme un oircuite electrice & compuesto de
un numere de conexiones ¢ conductores, por ejemplo, tiras fi-
nas O de lamina de cobre, las tiras estdn unidas integramente
a una superficie de la placa impregnada de resina sintética.
Contados en el lad™ de la place de montaje opuesto al cus sos-
tiene el oircuito eléctrico, hay un numere de componentes de
circuito tal”s com c-ndensedares lo, resistencias 12 y tubas

de vacio 14. Estas componentes de circuito estan or*vis tas de

—4 —
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conexicnes 2@ alrmbre 16 qne Sovrestlen a truvés de e pisce
4, Se roveen Lri.iciiz de vequent difuetire 16 en im place
rara zeemedar las gonexicney 4 slambre,

41 efeotunr le cpereclér de goldar, €1 lade
iafericr de este conjunto se pone PRiners sn contacto cou
ui fucdente el coms nie sciucidn de resine sloohdlice. Se
sace entonces del fundsate y se& sumerge rapidamente, la cara
inferirr pare abajo, dsbaje d¢ le superfieie de ur bafio de
soldadure fundlds gue wuede smer de cutlguier ocomposicidn cone
verlente, tel ccmo 60% de rsgtafic ¥ 407% de rlome. BEste baiio
de scldedura se mentsndre & une temreratura opropieda pare
ls geldndure rarticulsr que e ntilice, Tal temperatura sers
convencicnalmsrte de anro¥imedunénte 204,5¢C a 315,509¢.

Al sacar el conjunte del bafic de soldzdura,
se encontrara que las tirms de leémina de cobre estardu ocom-
nietamente cublertas de scidedura y todas lss conexicnes 16
scldedas & lus tiras. Sin embargo, se encontrars usaslnente
que v exXoEst de guldadura permanece adherido a les difsrentes
pertes d¢ o superrioie recub.erte de reaina de la plaoca de
nentaje entre les tirzs de cobre, msios *vuentes" son uetu-
ralamente inconvenlentes pues darfes wor resnl tedo certocircul-
tecs cuendc se utilize sl oonjunto;

Heolento ahore refsretncie 2 las figuras 2 ¥ %,
le operecidn sipui¢iis «n el procege €8 introducir €l con-
junto, desyufs de secarle del primer bafic de soldedurs y oon
el ciroculte impresc cfra abejo, en ua reci: isnte 20 aune ccn-

tlens otrc befic ¢e toldedure 22 que tlens flstende en e1 mismo
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UHf Cr.,i. dé ijquidc 24. preferibienante se hace Que Ir inmer-

“" en él segunoo bafio as nfectue inmediatr mente desunes de
li- .~ximera inmercien en somu”~dura p~ra! evitar el vulvsxa
calentar ir yfaca & base lamini' y ins componentes de circui-
to. Esto disminuye la gesibilided de deterioro de estas par-
tes. ia soldadura puede ser también de 60? de estafio y 40 ?
de plumo, le capa de ifquidc 24 puede estar compuesta de cera
Cerese fundida y puede ser aproximadamente de 1,6 mm. de es-
pesor. ia totalidad del bafie puede mantenerse a una tempera-
tura apropiada al material utilizado y que puede estar com-
prendida entre 204,5sca 335,5se. Cuando el Unjante se sumer-
ge en la capa, de soldadura, se agita Aorizenteimehte durante
algunos segundos por ejemulo 10 segundos, con el circuito im-
plase en la cara intermedia entre la capa de soldadura y la ca-
pa de cera, a fin de eliminar la posibilidad de ocluir burbujas
de aire, el ensamble deberd también balancearse suavemente con
xaspecto a su eje longitudinal horizontal. .Durante este periodo
de tratamiento, es preferible que haya un cantaetc repetido
de los conductores estafiados, esta es, conexiones recubiertas
de soldadura, ocn la superficie de la masa de soldadura fun-
dida de debajo de la cera.

la operacion finaren el proceso es el sacar

el conjunte del bafio inclinandolo primero con respecto a su
eje longitudinal horizontal e un angulo de unos 5¢c y movien-
do le piaoa de base hacia adelante y hacia arriba a este
aRgulo lentamente hasta que la placa pierda contacto con la
so.raedura y después con la cera. Ige una utilizacién uetisfac-

N H , . - . - s .
top”e dg invente novil, i - dt n clinacion requirié anoi
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3 segundes y el conjunte se aacc am ritme de a”reximadanente
5 segundes por cade 2,5 cuas* de recorrido, manteniéndcae tal
ritmo en tente cualqu*er ¢.aite del circuito estaba en ccnteote
ocn cualquier yarta del baile. NI ritmo a que el conjunte puede
sacarse depende parcialmente de la proximidad entre sf de los
oonduotares. Cuanto mayor sea la distancia entre conductores
adyacentes, mas rdpidamente puede secarse.

En el procese descrito anteriormente la funcion
de la cava do cera es hacer ene fluye la soldadura adherida a
la superficie de resina sintética separandc-la d? aquellas re-
giones aislantes sin quitarla indudablemente de lap superficies
metalices conductoras, la scldi. dura parece ser que es repeli-
da por la superficie aislante y atraida por la fuerza coheren-
te del bailo de soldadura; al -volver al mismo.

En el anterior ejemplo, puedenhacerse muchas
variecisnea sin se,-orarse del alcance del invento. Por ejemplo,
la compuaicion de soldadura puede ser de cualquier tipo conve-
niente. También la capa de liquide de encima de la soldadura
pRedt? ser une cualquiera de un gran numere de aceites, ceras,
c resinas que nc- se descomponga”™ entre las temperaturas de
204,56.3 y 315,563 que se utilizan comunmente para mantener la
soldadura en estado fundido.

Otro ejemplo es como sigue:

Un circuit: impreso similar al descrito en el
ejemplo i y g™ -varies componentes de circuito montados

en el mismo, como se muestra en la figura 1, se sumerge, 3in
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sumergirlo exeviamente en un i'uaaente, en un bailo le selladu-
ra gu'. tiene una cornacalcien d* 36,i d estafia y 65, de plomo,
simio la temperatura del cana mantenida eproxiLjademente a
26033. i,a técnica de inmergian es la misma que en el ejemplo 1.

Después dt que Is operacion ae soldadura ha silo
terminada, la cara inferior del conjunto se lleva a contacto
con la cara mutua entre un bailo d* soldadura fundida que tiene
la composicion de 353 de estafio y 65% de plomo y una capa de
aceita jfe ricino, la temperatura de este bafio se mantiene a
unos 26030. Después de la agitacién en la cara interior y de
sacar el conjunto como se d?acribe en el ejemplo 1, el exceso
de aceite de ricino se Java aclarandolo en tolueno y el conjun-
to limpio se seca al aire.

Rj emp-lo 3.

tfin conjunto de circuito impreso y componentes
del tipo mostrado en la figura 1, pero que tiene conductores
eléctricos de plata impresos en una placa de esteatita, habien-
do sido la plata unida integramente a la placa de esteatita
por un orocaso de calcinacion, se somete a un proceso ae solda-
dura inicial come se ;escribe en lis ejemplos precedentes.
Sin embargo, esta v~z el bafio de soldadura tiene una composicién
de 82,6*5 de cadmio y 17,5 de cinc y se mantiene a una tempera-
tura de 271sg. guando se desea utilizar fundente se usa un
tratamiento con cloruro de amonio y cinc. Después d- la ope-
racion de soldar, se permite que el conjunto se enfrie y la
parte soldada se lava oon agua otilante para quitar todos los

residuos del fu"dente, la placa limpia se seca entonces.
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Como en 13t ejemploa :recedentes, la csrz inferior de la £la=-
® que contlent el circuite Impreso, se sgite entonces &n is
cars intsricr enfre vnas cape G€ scldedura fundigs que tense
+& mlone compcsioidn que en la opercoidn anteéric y une cepn
de r-girs de peiletilens fuadide, Bete bafin se meiitiens & Rus
temrers ture de grroximadsnsnte 27196; 18 tdenlos de sgoer lg
Place tratcda A6l baiis es 1a mitns que €11 1o8 €J8n0leE 1Y 80G-
dertes,

Un numerc de matericles diferentes puede utilia
zarre pare le carz de 1fguide gue se hoee fioter encimg del
bafio de scldedura, Bn gensrsl, €l matsriel puede ser un 1fauie
de organice relativomente irerte, creferihiemente une cera,
acelte ¢ resine que nr se descomrcrga = lo temperztura a 1a
que ¢! bui:c de &32dadurs debe mantSnsrse; BEn otras yeiovres,
€l nmaterisl no debs descompouerse dentrc del margen de itemversa
tores de arroxinadsmente 204,59C a 315,596. Cerazga t(picas gue
pueden utilizarse son ocualssqulers de laos cerss de hidrocare-
buros de petr{le: tcl como oera Jerese, 5 une cers de crizen
anissl tal comc cere Q= abejes, © cerXoo vegetales, Bjempics
de zceltes gue s6 hnwn suoviatrade seétisfactirics son fceits
mineral, aceite de silicoua, sceliss de hidrocarburecs de pe~
trdien, moelte <€ cacahuet hidrcgeindo, soelte de ;elma, acei-
te de ricino, aceite de linmza, 8ceite de perilis y gocelte de
egperme, Son esceolelnents creioridcs los mceites d6 retrdleo
compuestos de ;or 1¢ nenvs 2093, ¥ referiblent nte mds de 507

:
de hidrccervurse ofclioecs. Varies Tresinas pueden tembién uti-

lizerse. Entre les resiancs one se han encontradc utiles estan



10

20

25

el pclibuteao, el poliindeno, resinas le dipeatenc, resinas
alilicas, y pmiietrléni,. En general ;.uede utilizarse cualquier
resina que pueda fundirse para formar un liquido no visooso
térmicamente estable a la temperatura del bafio de soldadura
fundi di'..

Se ha encontrada también que esteres, tal cono
astearato ¢e butilo y laurato ce pr., llene pueden utilizarse,
y también liquidos organiocs relativamente inertes tal como
ftolete de glicerila, glicol metoxipolietilénico y carbonato
de fenilciglicol.

El material port.? aula? seleccicnado pora la cape
de liquido que :tl -te sobre la soldadura depende, en parte,
de los resultadas exactos deseados. Conme se ha dicho anterior-
mente, le. funcién )2 inci®ai de esta capa es proporcionar un
agente que haga que la soldadura adherida a la superficie ais-
lante sea rechazada de la misma y vuelva, a la masa ¢.rinci™ai
del bafio de soldadura, si se desea también que el material de
este cape liquida se quite mas o menos completamente del con-
junto después del tratamiente, es conveniente utilizar un acei-
te que sea liquido a temperaturas ambiente. Estos aceites pue-
den usualmente expulsarse del conjunto per lavado con tolueno
u otras disolventes organicos comunes. Puede utilizarse también
el desengrasado por medio de vapor. Si se desea que el liquido
utilizado paro? rechazar la soldadura actué posteriormente cono
agente protector de Ite cuntpcnoates del circuito, es entonces
conveniente utilizar un material que tenga .naturaleza corea o
resinosa. A esta? c'ras pueden afadirse agentes plantificantes

10
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¥ antipulrescibles, si se deser,

Otre cur.oter iutloz 46l invent: 6s la utiiizae-
eldn d¢ vibracicucs en ls gome sfmloa © nltrasdnica, apiicadas
Qi cunjunts de clrouite imnress ¢ &1 befio, durents ls crﬁraciﬁn
iniciel de sclidor, o durante 1lu operecidnr dé smapresion del
exceso d¢ goldudurs, o Auxenie smbas opereclores,

Bste meodifionceidn dei prscesc pueds £ feotucrse
comc sSigne; 4l stcar el conjunto del priuer deaiiv de zoldedure,
vuedé =plicarse un cebezel vibratorio centre le surerficie su-
reriory de le pleoe y mantenerge 211{ hrste que 1lp cere infe-
ricr de la placs yrierde contacts oo lo surerficie de le solde-
dura, 8® hon rrobede frecuenciss d¢ vibracidn ten bejzs como
de 40 perigdcs ¥ tan sites comsc de 24.000 perindas; En todos
log ofsoc ge encontrd unc mejere, ye gue 1 coeajunte podfe sa-
corse 46l befic de suldscdura mop ropidumente oon muchd mencs
exchrao de scldedura seivends loe espscics & través de 1o sn-
rerficie aislante enire conductores, En forme similar, pueden
apliourse vibrz ciones =1 cenjunio al secerlic del seguadc belio
gue ii.ciuye L& cups e zncelite, cers ¢ resins fistando sobre
une cape deé scldedura fucdide. Bn este caso, ls uytiiizaocidn de
vibreoclcner es iaciusc .i&s efloaz,

Aungre 1 sfecto es mdximse cvendo los Vibrooio=-
nes se eplican dlrectznente 2 la plaoca de base gue sustenta
ei clrcuite Impreso, se obilene nuz ¢frelc similpr, sungue no
tan sronusclado, eplicande las vibracicnes sl befio a traves
de laz poredes del reclplente.

dungne las rezones 49 1o mejerc abtenide comue

- 13 =
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ni cande vibis. cienes al baile o al oircuito nc se comprenden
pey completo, el picete pa.rece 3er el debilitar las fuerzas
de atraccion entre la superficie del materia® aislante y la
soldadura.

En loe ejenplos dadas anteriormente, € método
di- sacar el conjunto del segunde bafie era inclinena oon res-
pecto a cu eje- longitudinal en un pequefio angulo de, por ejem-
plo 5%, aunque éste puede ser ngu mayor, como loe o0 155, vy
moverlo hacia delante y hacia arribe hasta sacarle del li-
quido. Este es sola- un meted;: yreferido, sin embergs, que se
utiliza con ventaja si los carduotarec patdn muy proximos
entre cf, par ejenrio, 0,35 mm 1- extraccion puede también
efectuares inclinando ligeramente y elevando el conjunto ver-
ticaimante, o si los conductores estdn ampliamente separados,
sencillamente levantandolo sin inclinarlo.

Esta solicitud que corresponde a la presenta-
da en los Estados Unidos de ¢marica el (4 de Hayo de 195a,
bajo el numere 389.768, se acoge a los beneficios del articule

21 del vigente Estatuto sobre jpropiedad industrial.

-O- NOTA -0 -

los puntos de invencidén propia y nueva que se
presentan para, que sean objeto de esta Patente de Invencidn

en Espafia, por V/SENTE afios, sor los siguientes:

12
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- Un método de soldar an conjunto de con-
ductores eiéotrioos di® .u.“tos sobre una superficie de una
hoja de material aislante, que oompiende sumergir dicha super-
ficie y dichos conductores en un bafio de soldadura fundida y
sacarles de dicho bafie, con la que les conductores quedan cu-
biertas con soldadura pero can exceso de soldadura adherida
entre dichos conductores a dicha superficie aislante, sumergir
después dicha superficie y dioheo conductores en un segundo
bafio de soldadura fundida que tiene flotando sobre la misma
una capa de material Ifquido relativamente inerte y mantener
dicho conjunte con dichos conductores cara abaje, sustancial-
mente en la cara mutua entre dicho segunde bafio de soldadura
y dicha capa fletante, mi<Kitras ce hace contacto repetido
entre la soldadura adherida a diclin superficie aislante y la
soldadura fundida en dicho segundo bafio hasta que se haya
quitado dicho exceso de soldadura en medida suficiente para
evitar ei corto-oircuitado no deseado entre los conductores, y
sacar dicha conjunto de dicha ca®a flotante.

2** - Un método segun el punto |, en el que dicho
conjunto se agita co” dicha superficie de material aislante
cara abaje- en la superficie mutua entre dicho segundo bafio de
soldadura y dicha capa flotante, para producir dicho contacto
repetido hasta  ue sustancialmente se suprime toda la citada
soldacura adherida a diche superficie de material aislante
entre dichos conduo-tnres.

3s. - ifn método segin el punto 1 en el que

diche conjunte se saen de diche segundo bafio de oldadura

13 .
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inclinando diche cuparficie da material aislante en un pequefio
angulo con despeeti a la horizontal y se mueve dioho conjunto
lentcjnente hacia delante y hacia arriba.

4c. - un meted:" segun el punto I, en el que dicho
conjunte se saca de dicho segundo bafio de soldadura inclinando
dicha superficie de material aislante en un pequefio 4ngulo
con respecto a le horizontal y se mueve dicho conjunto lentamen-
te en direccion vertical.

5a. - Un método segun cual quiera de las untos
1 a 4, en el que dichoo conductores sen de cobre.

6s. - Un metodn se”™un cualquiera de In: puntes
1 a 4, en el que dichos conductores non de data.

7s. - un método segun cualquiera, de los puntas
precedentes, en el que dicho material aislante es una resina
fenclica.

83. - un método segun cualquiera de los puntos
precedentes en el que dicha capa flotante es una cera de hid.ro-
cerburo de petreles.

93. - un método segun cualquiera de ios puntos
i a 7, en el que dicha capa flotante es un aceite de petrdleo
que contiene por lo menos 20%de hidrocarburos ciclicos.

103, - Un método segun cualquiera de ios puntos
la 6, en el que 61 liquido ;3 dicha capa flotante se selec-
ciona de la dase que consiste en aceites, ceras y resinas
que son estables térmicamente a temperaturas de hasta aproxi-
madamente 315,5 30.

lis. - Un meted" regun cualquiera de los puntos

14 .
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precedentes, en el g vibracionao dentro de la gama
sénica y ultrasonica se aplican a dicho conjunte mientras
esta eu contacte con la superiioie de por lo menos une de
dichos bafies de soldadura.

123. - un método segun cualquiera de les pun-
tos precedentes, en el Que la inmersién en dicho segundo
bafio tiene lugar inmediatamente después de secar el conjunto
de dicho primer bafo.

13c. - un método de soldar circuitos impresos,

Tal y oemo se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en el dibujo que se acompafia y con
los fines que se han especificado.

asta Memoria conste de gpince hojas escritas

por una sola cara.

MatLrid, 28 ASR, /\93j

15 .
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